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Die Synergie aus konfokalem Lini-
enscan, 3D-Profiling und praziser
Positionierung sorgt bei der Inspek-
tion von Wafern fiir eine effiziente
Fertigung ohne Kompromisse in der
Qualitatssicherung. Mit dabei Ju-
mavis und die Produkte von LMI
und Peak Metrology.

Als Partner fir High-End-Messtechnik
weill jumavis, dass erst das Zusammen-
spiel von Hardware und Sensorik echte
Prazision ermdglicht. Deshalb setzen sie
bei anspruchsvollen Anwendungen auf die
Prazision des Peak Metrology Positionier-
systems und den konfokalen Liniensensor
Gocator 5512 von LMI. Das Positioniersys-
tem ermaoglicht ein auf den Submikrome-
ter genaues Arbeiten, was eine wiederhol-
genaue 3D-Messung an den relevanten
Prifstellen ermdglicht. Umwelteinflisse
wie Vibrationen werden dabei effektiv eli-
miniert, da der Granittisch des Messsys-
tems flr schwingungsfreie Messvorgange
sorgt. Die kompletten Systemlosungen
sind so konzipiert, dass sie sowohl in der
Fertigung als auch im Labor betrieben
werden konnen. Die Software und feinste
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Der konfokale Liniensensor Gocator 5512 von LM
ermaoglicht unterschiedliche Messverfahren fir
die Wafer-Inspektion. Das Positioniersystem von

Peak Metrology erlaubt dabei ein auf den Submikrome-
ter genaues Arbeiten.

Steuermechanismen sorgen flr eine feh-
lerfreie Synchronisation mit dem opti-
schen Sensor. Durch das X-Y-Stitching
werden mehrere Bahnen gescannt und zu
einem prazisen Gesamtbild kombiniert,
wahrend das Z-Stitching verschiedene
Schichthéhen zu einem detaillierten 3D-
Bild vereint. Die kontinuierliche Positionie-
rung im Submikrometerbereich stellt si-
cher, dass alle Oberflachenbereiche ohne
Verzerrungen untersucht werden konnen
und das Objekt stets im Fokus des konfo-
kalen Liniensensors bleibt.

Die konfokale Sensorik und das optische
Profiling sind zwei der fortschrittlichsten
Technologien fir die Oberflachenanalyse in
der Wafer-Produktion. Diese Techniken er-
moglichen prazise 3D-Modelle von Oberfla-
chen fir die Erkennung von Defekten oder
Unregelmaligkeiten in mikroskopischen Di-
mensionen mit einer Aufldsung im Nano-
meterbereich. Die intelligenten Sensoren

der Gocator Serie 5500 von LMI verfligen
Uber eine konfokale Bildverarbeitung mit
LCI-Technologie. Das System generiert in
einem Schritt sowohl 3D-Topographien/To-
mographien, als auch 2D-Intensitatsdaten.
LCI (Line Confocal Imaging) verwendet fo-
kussiertes Licht, um hochauflésende Bilder
von Oberflachen in verschiedenen Tiefen zu
erzeugen. Dadurch werden Fehler in den
Schichten eines Wafers identifiziert, welche
die Funktionalitat des fertigen Mikrochips
beeintrachtigen konnten. Optisches Profi-
ling hingegen nutzt die Tiefendiskriminie-
rung von fokussierten Lichtwellen, um
Oberflachen in 3D zu rekonstruieren und
selbst kleinste Strukturanomalien im Mikro-
und Nanobereich darzustellen. |
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